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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 30日 (2007.3.30)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 板 の 絶 縁 性 表 面 上 に 設 け ら れ た 抵 抗 層 と 、 該 抵 抗 層 上 隔 を お い て 形 成 さ れ た 一 対
の 電 極 を 有 す る 素 子 の 複 数 と 、 を 有 す る 回 路 基 板 の 製 造 方 法 に お い て 、
（ ａ ） 前 記 基 板 の 絶 縁 性 表 面 上 に 、 前 記 抵 抗 層 を 形 成 す る た め の 抵 抗 材 料 層 と 、 前 記 電 極
を 形 成 す る た め の 電 極 材 料 層 と を こ の 順 に 積 層 す る 工 程 と 、
（ ｂ ） 前 記 電 極 材 料 層 上 に 、 前 記 素 子 ご と に 分 離 す る た め の パ タ ー ン を 有 す る レ ジ ス ト 層
（ Ｉ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｃ ） 該 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） の パ タ ー ン に 基 づ い て 前 記 抵 抗 材 料 層 及 び 前 記 電 極 材 料 層 を ド
ラ イ エ ッ チ ン グ に よ り パ タ ー ニ ン グ し て 、 前 記 抵 抗 層 上 に 前 記 電 極 材 料 層 が 積 層 さ れ た 積
層 構 造 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｄ ） 該 積 層 構 造 上 の レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） を 除 去 す る 工 程 と 、
（ ｅ ） 前 記 間 隔 を 形 成 す る た め の パ タ ー ン を 有 す る レ ジ ス ト 層 （ Ｉ Ｉ ） を 形 成 す る 工 程 と
、
（ ｆ ） 該 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ Ｉ ） の パ タ ー ン に 基 づ い て ウ ェ ッ ト エ ッ チ ン グ に よ り 前 記 電 極 材
料 層 を パ タ ー ニ ン グ し て 、 前 記 間 隔 を 形 成 し て 前 記 素 子 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｇ ） 少 な く と も 該 工 程 （ ｅ ） の 前 に 、 前 記 電 極 材 料 層 の 表 面 部 分 を 、 そ の エ ッ チ ン グ 速
度 が 前 記 電 極 材 料 層 を 形 成 す る 材 料 よ り も 速 く な る よ う に 表 面 処 理 す る 工 程 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 回 路 基 板 の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ９
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ９ 】
　 基 板 の 絶 縁 性 表 面 上 に 設 け ら れ た 抵 抗 層 と 、 該 抵 抗 層 上 隔 を お い て 形 成 さ れ た 一 対
の 電 極 を 有 す る 素 子 の 複 数 と 、 を 有 す る 回 路 基 板 の 製 造 方 法 に お い て 、
（ ａ ） 前 記 基 板 の 絶 縁 性 表 面 上 に 、 前 記 抵 抗 層 を 形 成 す る た め の 抵 抗 材 料 層 と 、 前 記 電 極
を 形 成 す る た め の 電 極 材 料 層 と を こ の 順 に 積 層 す る 工 程 と 、
（ ｂ ） 前 記 電 極 材 料 層 上 に 、 前 記 素 子 ご と に 分 離 す る た め の パ タ ー ン を 有 す る レ ジ ス ト 層
（ Ｉ ） を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｃ ） 該 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） の パ タ ー ン に 基 づ い て 前 記 抵 抗 材 料 層 及 び 前 記 電 極 材 料 層 を ド
ラ イ エ ッ チ ン グ に よ り パ タ ー ニ ン グ し て 、 前 記 抵 抗 層 上 に 前 記 電 極 材 料 層 が 積 層 さ れ た 積
層 構 造 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｄ ） 該 積 層 構 造 上 の レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） を 除 去 す る 工 程 と 、
（ ｅ ） 前 記 間 隔 を 形 成 す る た め の パ タ ー ン を 有 す る レ ジ ス ト 層 （ Ｉ Ｉ ） を 形 成 す る 工 程 と
、
（ ｆ ） 該 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ Ｉ ） の パ タ ー ン に 基 づ い て ウ ェ ッ ト エ ッ チ ン グ に よ り 前 記 電 極 材
料 層 を パ タ ー ニ ン グ し て 、 前 記 間 隔 を 形 成 し て 前 記 素 子 を 形 成 す る 工 程 と 、
を 有 し 、 更 に 、 前 記 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） を 除 去 す る 工 程 は 、 少 な く と も フ ッ 素 を 含 む ガ ス を
用 い た ア ッ シ ン グ で あ り 、 該 ア ッ シ ン グ 後 に 、 前 記 電 極 材 料 層 表 面 に 形 成 さ れ た 、 少 な く
と も 前 記 レ ジ ス ト 層 （ Ｉ ） の 灰 化 物 も し く は 前 記 電 極 材 料 層 の 化 合 物 の い ず れ か を 除 去 す
る 工 程 で あ る こ と を 特 徴 と す る 回 路 基 板 の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ ０ 】
　 基 板 の 絶 縁 性 表 面 上 に 形 成 さ れ た 抵 抗 層 上 隔 を お い て 形 成 さ れ た 一 対 の 電 極 を 有 す
る 素 子 の 複 数 と 、 前 記 素 子 上 に 設 け ら れ た 保 護 層 と 、 を 有 す る 回 路 基 板 に お い て 、
前 記 電 極 と 、 前 記 保 護 層 と の 界 面 に 、 該 電 極 を 形 成 す る 材 料 の 、 フ ッ 化 物 、 窒 化 物 、 及 び
塩 化 物 の い ず れ か が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 回 路 基 板 。
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